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DESCRIPCION
Disposicién de montaje para dispositivos de iluminacion, dispositivo de iluminacidn correspondiente y procedimiento

Campo de la invencioén
Esta descripcion se refiere a disposiciones de montaje para dispositivos de iluminacién.

Mas especificamente, esta descripcion fue concebida prestando especial atenciéon a su posible uso en dispositivos de
iluminacion que comprenden al menos un médulo de LED (diodo emisor de luz).

Descripcion de la técnica relacionada

Los dispositivos de iluminacion que comprenden médulos LED se estan usando cada vez mas para aplicaciones de
iluminacién, tal como para entornos domésticos. Tales dispositivos de iluminacion se producen habitualmente
ensamblando una pluralidad de componentes que tienen diferentes funciones, tales como un médulo de LED de alta
potencia (es decir, la fuente de luz), una placa de circuito impreso (PCB) que contiene por ejemplo un controlador
electronico para el médulo de LED, optica, carcasa y disipador térmico si se requiere.

Un buen acoplamiento térmico entre el médulo de LED y la carcasa o el disipador térmico es uno de los requisitos
claves para lograr un buen comportamiento térmico del médulo de LED. De hecho, en los médulos LED habituales la
eficacia disminuye al aumentar la temperatura de funcionamiento, puesto que puede disminuir la tension directa con el
aumento de la temperatura de union. Ademas, la vida util de los mddulos LED puede ser mas prolongada para
temperaturas de funcionamiento mas bajas, puesto que el envejecimiento habitualmente depende estrechamente de la
temperatura de unién.

Es beneficioso un buen contacto mecanico entre el médulo de LED vy la carcasa o el disipador térmico para lograr un
buen acoplamiento térmico.

En algunas disposiciones de la técnica anterior se logra tal contacto térmico entre el médulo de LED vy la carcasa o el
disipador térmico ensamblando los componentes con tornillos. Tales tornillos fijan e empujan la PCB de la fuente de luz
contra la carcasa o el disipador térmico con el fin de garantizar el contacto térmico. Sin embargo, tales disposiciones
pueden dar lugar a costes adicionales, puesto que pueden requerirse componentes mecanicos adicionales (por ejemplo,
tornillos o arandelas), y puede ser necesario un proceso de ensamblaje manual o automatico complejo con su tiempo de
ensamblaje asociado.

Mas especificamente, la presente invencidn se refiere a una disposicion de montaje segun el preambulo segun la
reivindicacion 1, que se conoce, por ejemplo del documento EP-A-1 950 491. También pueden ser de interés para la
presente invencion los documentos DE 86 06 427 U1 y EP-A-1 710 495.

Objeto y sumario de la invencién
El objeto de la invencién es proporcionar una disposicion de montaje para dispositivos de iluminacion, que puede
producirse y ensamblarse con bajo coste en comparacion a soluciones de la técnica anterior.

Segun la presente invencion, el objeto se logra por medio de una disposicion de montaje que tiene los rasgos expuestos
en las reivindicaciones que siguen. La invencién también se refiere a un dispositivo correspondiente y un procedimiento
correspondiente.

Las reivindicaciones forman una parte integral de la descripcion de la invencion tal como se proporcionan en el presente
documento.

En una realizacion, la disposicion segun se describe en el presente documento es una disposicion de montaje para un
dispositivo de iluminacion, que usa un niumero minimo de componentes, en la que alguno de los componentes puede
tener multiples funciones.

En una realizacién, se proporciona una disposicion de montaje que, aunque no requiera ningun tornillo, sigue
proporcionando una estructura de montaje estable que integra subsistemas épticos y mecanicos, y puede ensamblarse
con un proceso de ensamblaje sencillo y rapido.

En una realizacion, la disposicion de montaje comprende una carcasa, un reflector, y una cubierta. Estos componentes
pueden usarse en conexion con una fuente de luz, tal como un médulo de LED, y una PCB de controlador, que contiene
un controlador electrénico para la fuente de luz, para ensamblar un dispositivo de iluminacion.

En una realizacion, la cubierta comprende dos sistemas de ajuste a presién. El sistema de ajuste a presién principal
garantiza el acoplamiento mecanico y térmico con la carcasa a través de una sencilla insercion de presion, que evita los
tornillos, y el sistema de ajuste a presion secundario sujeta la PCB de controlador.

En una realizacion, tanto la carcasa como la fuente de luz no tienen contacto mecanico directo a la PCB de controlador.
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En una realizacion, la fuente de luz esta montada sobre una PCB. En este caso, la cubierta puede realizar una presion
vertical en el reflector, que a su vez puede empujar la PCB de la fuente de luz contra la carcasa, proporcionando por
tanto el acoplamiento térmico necesario sin la necesidad de ningun tornillo.

En una realizacion, la cubierta se realiza de una unica pieza de plastico y contiene también éptica, tal como una lente.
La eleccion de éptica separada o una sola cubierta Unica puede depender de los requisitos del producto. Por ejemplo,
una lente separada puede ser mas adecuada si deben soportarse versiones de 6ptica diferentes u 6ptica de alta calidad.

En una realizacién, se proporciona una lente separada, en la que pueden acoplarse la cubierta y la lente.

De este modo, no se requieren componentes mecanicos adicionales para las conexiones entre los componentes y
puede simplificarse y automatizarse el proceso de ensamblado, reduciendo por tanto el tiempo y los costes de
produccion.

Breve descripcion de las representaciones adjuntas

A continuaciéon se describira la invencion, a modo de ejemplo Unicamente, con referencia a las representaciones
adjuntas, que incluyen cuatro figuras, numeradas de 1 a 4, que esquematicamente muestran los componentes de la
disposicién de montaje descrita en el presente documento.

Descripcion detallada de realizaciones a modo de ejemplo

En la siguiente descripcion, se dan diversos detalles especificos para proporcionar una comprension exhaustiva de las
realizaciones. Las realizaciones pueden ponerse en practica sin uno o mas de los detalles especificos, o con otros
procedimientos, componentes, materiales, etc. En otros ejemplos, no se muestran o describen en detalle estructuras,
materiales, u operaciones ampliamente conocidos para evitar confundir aspectos de las realizaciones.

La referencia a lo largo de toda esta memoria descriptiva a “una realizacién” significa que un rasgo, estructura, o
caracteristica particular descrito en conexién con la realizaciéon se incluye en al menos una realizacion. Por tanto, la
aparicion de la locucion “en una realizaciéon” en diversos sitios a lo largo de toda esta memoria descriptiva no se refiere
necesariamente en todos a la misma realizacion. Ademas, pueden combinarse los rasgos, estructuras, o caracteristicas
particulares de cualquier manera adecuada en una o mas realizaciones.

Los encabezados proporcionados en el presente documento se toman Unicamente por conveniencia y no interpretan el
alcance o significado de las realizaciones.

Las figuras en el presente documento ilustran una disposicion de montaje para una fuente de luz tal como una fuente L
de luz de LED. La disposicién de montaje a modo de ejemplo ilustrada en el presente documento comprende una
carcasa H, un reflector R, y una cubierta 1.

En la realizacion mostrada, la carcasa H tiene una abertura “distal” para emitir la luz generada por la fuente L. El
reflector R refleja la luz emitida por la fuente L de luz en la direccion de la abertura de la carcasa. La cubierta 1 se usa
para cerrar la abertura de la carcasa H, por ejemplo con el fin de proteger el dispositivo o para fijar un componente
optico, tal como una lente, en la abertura.

En la realizacion mostrada, la cubierta 1 comprende un componente 14 éptico, tal como una lente, y una estructura 10
de soporte para soportar el componente 14 6ptico y retenerlo en la abertura de la carcasa.

En una realizacién, la cubierta se realiza de una Unica pieza de plastico que comprende tanto el componente 14 6ptico
como la estructura 10 de soporte, que puede dar como resultado un coste de ensamblado y de produccion mas bajo.

En una realizacion, la cubierta puede incluir componentes separados, por ejemplo si se soportan distintas lentes o si se
usa lentes de vidrio.

La disposicion de montaje ilustrada en el presente documento puede usarse en conexion con una fuente de luz y una
PCB de controlador para producir un dispositivo de iluminacién completo. No se imponen limitaciones especificas en
estos componentes: por ejemplo, la fuente de luz puede ser un moédulo de LED montado en una PCB adicional, y no
existen limitaciones con respecto a la distribucion posible de los componentes electrénicos entre estos circuitos.

En la realizacion ilustrada en la figura 1, la estructura 10 de soporte comprende una pluralidad de elementos 12 de
ajuste a presion.

En una realizacién, la estructura 10 comprende un primer conjunto de elementos 12A de lengleta de ajuste a presion
para retener la cubierta 10 contra la carcasa H. La estructura 10 también comprende un segundo conjunto de
formaciones 12B de ajuste a presion para sujetar una PCB, tal como una PCB D de controlador, en una posicion vertical
y axial fijada.
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Por ejemplo, la PCB puede tener una forma que garantiza de que la PCB no tiene contacto directo con la carcasa H,
cuando el circuito D esta soportado por los elementos 12B de lenglieta de ajuste a presion. De este modo, la PCB se
aisla térmicamente de la carcasa (es decir el disipador térmico) que habitualmente funciona a altas temperaturas. El
circuito puede funcionar por tanto a una temperatura mas baja con una fiabilidad mejorada. Ademas, la PCB también
esta aislada eléctricamente de la carcasa mejorando por tanto también la seguridad del dispositivo.

En una realizacién, los elementos de ajuste a presién 12A y 12B actian como resortes de flexién y absorben unas
posibles tolerancias de produccion de las otras partes de la disposicion de montaje o los circuitos de PCB.

En una realizacion, los elementos de ajuste a presion 12A y 12B estan dispuestos en conjuntos (en numero de cuatro en
la realizacion mostrada) distribuidos angularmente, por ejemplo de manera uniforme, a 90° entre si. Cada conjunto
incluye un elemento 12B de ajuste a presién relativamente mas largo interpuesto entre un par de elementos 12A de
ajuste a presion relativamente mas cortos.

El extremo distal del elemento 12B de ajuste a presion tiene una ranura (o una formacion de retencion similar para la
PCB D de controlador) que se abre “hacia el interior” de la estructura 10 generalmente en forma de anillo.

El extremo distal de cada elemento 12A de ajuste a presién porta una formacién similar a un gancho que apunta “hacia
el exterior” de la estructura 10.

Los elementos 12A y 12B funcionan como resortes de flexion y absorben unas posibles tolerancias de produccién de las
otras partes de la disposicién de montaje o los circuitos de PCB.

La figura 2 muestra una posible realizacién de una cubierta 1 de dos piezas que incluye la estructura 10 de soporte
descrita anteriormente y un componente 14 6ptico, tal como una lente.

En la realizacion a modo de ejemplo, la estructura 10 de soporte y el componente 14 6ptico presentan formaciones
complementarias (por ejemplo cavidades y/o salientes) para el acoplamiento entre los mismos.

La figura 3 muestra una vista en 3D del sistema ensamblado, en la que un circuito controlador D esta montado en el
interior del dispositivo de iluminacién insertando el circuito controlador D en los elementos 12B de ajuste a presion.

La fuente L de luz puede ser por ejemplo un médulo de LED montado en una PCB adicional en la parte inferior del
reflector R.

En una realizacion, la estructura 10 ejerce una presion vertical (*hacia abajo” con referencia al punto de vista de las
figuras) sobre el reflector R, que a su vez empuja la fuente de luz (por ejemplo la PCB del médulo de LED) contra la
carcasa H, proporcionando por tanto el acoplamiento térmico sin la necesidad de ningun tornillo.

En una realizacién, la carcasa comprende un disipador térmico en la proximidad de la fuente de luz para mejorar la
transferencia térmica de la fuente L de luz. Ademas, puede usarse una pasta térmica o por ejemplo una PCB con nucleo
metalico para mejorar el acoplamiento térmico y la disipacién térmica.

La siguiente descripcion es ejemplar de un enfoque de disefio que proporciona un buen acoplamiento térmico entre la
fuente de luz y el disipador térmico.

Los experimentos muestran que el siguiente modelo sencillo se aplica al contacto térmico entre la fuente de luz y el
disipador térmico:

Rt—h = Rthw + k FZ

en la que Ry, es la resistencia térmica en °K, F es la fuerza aplicada en Newton, y Rin. ¥ k son dos constantes. Por
ejemplo, en una aplicacion tipica Rin. puede ser 0,2°K, y k puede ser 60°K/N.

En una realizacion, la fuerza F se crea por medio de los elementos 12A de ajuste a presion cuando la cubierta 1 esta
fijada a la carcasa H. Por ejemplo, la fuerza “Optima” Fopt puede seleccionarse segun los requisitos de aplicacion
basados en una compensacion entre la complejidad mecanica, las caracteristicas de material y los requisitos del
acoplamiento térmico.

El disefio mecanico debe garantizar una presion suficiente para todas las condiciones de funcionamiento, que incluyen
también las condiciones de peor caso, tales como la mas alta temperatura de funcionamiento admitida.
Por consiguiente, aplicando una fuerza 6ptima predeterminada Fopt se logra la resistencia térmica “optima”™:

Rin = Rine (1 + 8)

en la que 0 representa la desviacion relativa de la minima resistencia que puede lograrse, y tiene que determinarse para
la aplicacion especifica.
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A continuacion se describira con referencia al sistema de ajuste a presion a modo de ejemplo mostrado en la figura 4
cémo puede producirse una fuerza de este tipo por un elemento de ajuste a presion tal como los elementos 12A de
ajuste a presién considerados.

En este caso a modo de ejemplo, la superficie superior de los elementos 12A de ajuste a presiéon esta en angulo y
genera por tanto una fuerza vertical Fx. Por consiguiente, el desplazamiento del cierre 12A de presién con respecto al
punto de acoplamiento del sistema a presion (punto C en la figura 4) tiene que estimarse para disefiar una flexién que
genera la fuerza axial requerida F,.

La fuerza axial requerida del Unico sistema de ajuste a presidon puede calcularse como:
Fy = Fror / n

en la que Frort es la fuerza total requerida, que es necesaria para proporcionar un buen acoplamiento térmico, y n es el
numero de cierres de presion.

Ademas, el momento de flexién M(y) puede calcularse segun la relacion:
Me(y) = F, b+ F, -a-F -y

en la que a es la distancia nominal entre la cubierta y el punto de acoplamiento del sistema de ajuste a presion (por
ejemplo la distancia entre los puntos Ay B en la figura 4), b es la distancia nominal del cierre de ajuste a presién a partir
del punto de acoplamiento del sistema de ajuste a presion (por ejemplo la distancia entre los puntos B y C en la figura
4), e y es la distancia vertical a partir de la cubierta (por ejemplo la distancia vertical a partir del punto A en la figura 4).

El momento de flexién alcanza su maximo para y = 0, es decir:

Ms yax = Me(y=0) = F, - b+ F, - a =
=F - b+ F, - a - tan(a) =
=F - [b+ a - tan(a)] =
= (Fror / n) - [b + a « tan(a)]

en la que a es la inclinacion de la superficie del cierre 12A a presion.

En una realizacién, el momento de flexién maximo Msuax se usa para calcular el esfuerzo de flexion segun:

os(y) = (b / 2) + (Me(y)/Jux)
en la que Jx es el momento geométrico de segundo orden, que puede calcularse segun:
Jex = 1/12 - 1 - h°

en la que / es la anchura del cierre de ajuste a presion y h es el espesor del cierre de ajuste a presion en sentido
horizontal.

El esfuerzo de flexién alcanza su maximo para y = 0, es decir:
Ormax = Of (y=0) =
= b/2 + Fion/(n*Jyxx) - [b + a-tan(q)]

En una realizacion, también se considera el esfuerzo de traccion generado por el componente vertical Fy:

on=F/ (h + 1) = Fror / (n + h + 1)

Por tanto el esfuerzo total maximo (en la coordenada y = 0) puede calcularse como el esfuerzo combinado:
Oror = Ofmax + On

El esfuerzo total puede entonces compararse con las caracteristicas de material admisible para determinar el
desplazamiento requerido u(y), que es necesario para generar la fuerza requerida:
1 y2 2
H(Y)=———'Fy°b'—+Fx'a'y— F.y
E.J 2 2

XX
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en la que E es el mddulo de Young.

Por ejemplo, el desplazamiento del punto B en la figura 4 (es decir y = a) da como resultado:

1 a2 a2 3

By = ——— |F, b-Z+F -a- T -F .=

E-J,_ 2 2 6
1 2 2
=—_.Fy.b.a_+Fx.a.a_
E-J, 2 3

El desplazamiento requerido yg entonces puede usarse para disefiar el perfil del sistema de ajuste a presion.

Sin perjudicar a los principios subyacentes de la invencién, los detalles y las realizaciones pueden variar, incluso
significativamente, con respecto a lo que se ha descrito en el presente documento meramente a modo de ejemplo, sin
alejarse del alcance de la invencion segun definen las reivindicacion adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Disposicién de montaje para una fuente (L) de luz que tiene asociada una placa (D) de circuito impreso, en la
que dicha disposicién de montaje incluye:

- una carcasa (H) con una abertura de salida para la luz de dicha fuente (L),

- un reflector (R) para reflejar la luz de dicha fuente (L) hacia dicha abertura, y

- una cubierta (1) al menos parcialmente transparente para cerrar dicha abertura de dicha carcasa (H), en la que dicha
cubierta (1) incluye un conjunto de elementos (12A) de retencion para retener dicha cubierta (1) en dicha carcasa (H),
caracterizada porque dicha cubierta (1) incluye un conjunto de elementos (12B) de sujecion para sujetar dicha placa (D)
de circuito impreso asociada dentro de dicha carcasa (H).

2. Disposicion de montaje segun la reivindicacion 1, en la que dicha cubierta (1) incluye un componente (14)
optico y una estructura (10) de soporte, y en la que dicha estructura (10) de soporte porta dichos elementos (12A) de
retencion y dichos elementos (12B) de sujecion.

3. Disposicion de montaje segun la reivindicacion 2, en la que dicha estructura (10) de soporte incluye una
estructura en forma de anillo.

4, Disposicion de montaje segun la reivindicacién 3, en la que dichos elementos (12A) de retencién y dichos
elementos (12B) de sujecion estan dispuestos en grupos distribuidos de manera angular sobre dicha estructura (10) de
soporte en forma de anillo.

5. Disposicion de montaje segun la reivindicacion 4, en la que cada grupo de dichos elementos (12A) de retencion
y dichos elementos (12B) de sujecion incluyen un elemento (12B) de sujecion relativamente mas largo interpuesto entre
un par de elementos (12A) de retencidn relativamente mas cortos.

6. Disposicion de montaje segun cualquiera de las reivindicaciones 3 a 5, en la que cada uno de dichos
elementos (12B) de sujecion tiene una ranura en la abertura de extremo distal hacia el interior de dicha estructura (10)
de soporte en forma de anillo.

7. Disposicion de montaje segun cualquiera de las reivindicaciones 3 a 6, en la que cada uno de dichos
elementos (12A) de retencion tiene en el extremo distal una formacion similar a un gancho que apunta hacia el exterior
de dicha estructura (10) de soporte en forma de anillo.

8. Disposicion de montaje segun cualquiera de las reivindicaciones 2 a 7, en la que dicha estructura (10) de
soporte y dicho componente (14) 6ptico presentan formaciones complementarias para el acoplamiento entre los
mismos.

9. Disposicion de montaje segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que dicha cubierta es una unica
pieza de plastico.

10. Disposicion de montaje segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en la que dichos elementos (12A)
de retencion y/o dichos elementos (12B) de sujecidon estan configurados como resortes de flexion para absorber
posibles tolerancias de produccion.

11. Dispositivo de iluminacion, en el que dicho dispositivo de iluminacion incluye una fuente (L) de luz y dicha placa
(D) de circuito impreso asociada montada en la disposicion de montaje segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10,
en la que dicha placa (D) de circuito impreso asociada esta montada en dicho conjunto de elementos (12B) de sujecion
de dicha cubierta (1), y en la que dicha fuente de luz esta montada en la parte inferior de dicho reflector (R).

12. Dispositivo de iluminacién segun la reivindicacién 11, en el que dicha cubierta (1) esta configurada para ejercer
una presion sobre dicho reflector (R) cuando dicha cubierta (1) esta acoplada a dicha carcasa (H) por medio de dicho
conjunto de elementos (12A) de retencion, y en el que dicho reflector (R) a su vez empuja dicha fuente (L) de luz contra
dicha carcasa (H), proporcionando por tanto un acoplamiento térmico entre dicha fuente (L) de luz y dicha carcasa (H).

13. Dispositivo de iluminacion segun cualquiera de las reivindicaciones 11 6 12, en el que dicha fuente (L) de luz es
un modulo de LED, y en el que dicha placa (D) de circuito impreso asociada contiene un controlador electrénico para
dicho médulo de LED.

14. Dispositivo de iluminacién segun la reivindicacién 13, en el que dicho médulo de LED esta montado sobre una
placa de circuito impreso que tiene un ndcleo metalico con el fin de mejorar el acoplamiento térmico.

15. Procedimiento para proporcionar una disposicién de montaje para una fuente (L) de luz que tiene asociada una
placa (D) de circuito impreso, incluyendo el procedimiento:
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- proporcionar una carcasa (H) con una abertura de salida para la luz de dicha fuente (L),

- ubicar con dicha carcasa un reflector (R) para reflejar la luz de dicha fuente (L) hacia dicha abertura,

- aplicar una cubierta (1) al menos parcialmente transparente para cerrar dicha abertura de dicha carcasa (H), y

- dotar dicha cubierta (1) de un conjunto de elementos (12A) de retencion para retener dicha cubierta (1) en dicha
carcasa (H),

caracterizado porque el procedimiento incluye dotar dicha cubierta (1) de un conjunto de elementos (12B) de sujecion
para sujetar dicha placa (D) de circuito impreso asociada dentro de dicha carcasa (H).
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